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[bookmark: _GoBack]최근의 반도체 소자는 5 nm 이하의 디자인룰 소자가 개발되는 등 스케일링이 더욱 가속화되고 있다. 이러한 소자는 수 nm 내외의 극단적으로 얇은 기능성 박막을 필요로 한다. 따라서, 원자 단위의 박막 증착 기술의 중요성이 더욱 대두되고 있다. 반도체 산업에서 주목받고 있는 원자층증착법 (atomic layer deposition, ALD)은 박막 증착 방법의 일종으로, 독립적으로 공급되는 젼구체의 표면반응만을 이용하여, 원자 단위의 제어가 가능한 기술이다. 본 발표에서는 박막 내 이종 원소의 도핑, 준안정상의 제어, 우선 배향성 제어 등등 ALD로 제어가 어려운 소재 합성 기술에 대해 다루고자 한다. 또한 최근 우수한 물성으로 주목받고 있는 2-D metal chalcogenides 소재에 대한 ALD 연구 내용에 대해 다루고자 한다. 












